Feuchtigkeitsschutz fiir lhre IC-Bausteine

Bei Lagerschrénken mit extrem niedriger
Luftfeuchtigkeit entfallt der Trocknungsprozess

Entspricht IPC/JEDEC J-STD-033B.

Lagerung mit extrem niedriger Luftfeuchtigkeit (1 %RL)
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Verkmale:

Die Lagerung von IC- Bausteinen in McDry-Schranken nach der
Entnahme der IC-Bausteine aus MBBs kann die Bildung von
Mikrorissen verhindern. Somit ist eine Trocknung nicht mehr erforderlich.
Durch das effiziente Trockenmittel ist kein Stickstoff mehr erforderlich.
Feuchtigkeitsempfindliche Bausteine jeglicher Art kénnen in den
Schréanken gelagert werden.

Es gibt drei verschiedene Modellausfihrungen, mit denen
Luftfeuchtigkeitswerte von 1%RL und 3%RL problemlos gehalten
werden kdnnen.
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Flying Prober

14 mobile Testressourcen

Der doppelseiti-
ge, vertikale Fly-
ing Prober Pilot

V8 von Seica ver-

|
|

flgt Uberinsge-
samt 14 mobile

Testressourcen

Boundary Scan- und
On-Board-Program-
ming-Fahigkeiten.
Dies wird durch die
vertikale Architektur
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L'._. und ein neuartiges

Klemmsystem er-

(8 Testprobes, 2

Open Fix Probes, 2 Power Pro-
bes, 2 Kameras). Dieser hoch-
flexible voll ICT- und FT-fihige
Flying Prober bietet zusatzliche
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reicht, das ein oszil-
lieren der Baugruppe beim Tes-
ten vermeidet und somit ein
héchstprazises, wiederholba-
res Kontaktieren ermoglicht.
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Mehrdimensionale Leiterplatten

Wirtschaftliche Alternative

Die von Hausermann ent-
wickelte Technologie HSM Tec
bietet eine wirtschaftliche Al-
ternative zu herkdmmlichen
Starrflex Losungen, Durch das
Verlegen von Runddrihten
und Profilen unter der ersten
Lage (AuRenlage) wird eine
elektrische Verbindung zwi-
schen zwei oder mehreren
Schaltungseinheiten herge-
stellt. Die Drahte und Profile
werden durch eine etablierte
Ultraschallverbindungstech-
nik stoffschliissig in die Sig-
nalfiihrung einer Baugruppe
integriert. Nach Fertigstellung
der Multilayer Leiterplatte
werden mittels Tiefenfrasun-
gen die Sollbiegestellen fiir
die Biegung gesetzt. Durch die
eingesetzte Kerbfrasung kann
der Abstand zwischen den
starren Teilen nahezu Null be-
tragen. Die Verbindung ist fur
die Anwendung bei grolen
Temperaturschwankungen
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von z.B.—40°C bis +155 °C,
Vibration und Schock qualifi-
ziert und vielfach erprobt. Mit
einer einzelnen Kerbfrasung
ist ein Biegewinkel von 90°
realisierbar. Eine Biegung von
180° kann durch zwei oder
mehr Kerben erreicht werden.
Die Technologie ist fir das ein-
malige Biegen an definierten
Stellen sowie leichte Justier-
bewegungen im Zuge der
Endmontage geeignet. Die
groBen Querschnitte der Drih-
te und Profile (Draht 0,5 mm
Durchmesser, Profile mit
2,0x0,5bzw. 4,0 x 0,5mm?)
ermoglichen zusatzlich die
Ubertragung hoher Stréme,
sowohl auf den starren, als
auch auf den flexiblen Teilen.
Auf einem Kupferdraht von
0,5 mm Durchmesser kénnen
bei einem lateralen Abstand
von 1mm zu den {brigen
Strukturen, je nach Aufbau,
bis zu 10 A Gbertragen.

532pr0508



